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BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 7.a sdledes:

"7.a

Bly i loddemateriale med hgjt smeltepunkt (dvs.
blylegeringer med 85 vagtprocent bly eller mere)

Gelder for alle
kategorier (bortset fra
anvendelser, der er
omfattet af undtagelse
24 1 dette bilag) og
udleber den
30. juni 2027.

7.a.l1

Bly i loddemateriale med hgjt smeltepunkt (dvs.
blylegeringer med 85 vagtprocent bly eller mere)

til interne forbindelser til pasetning af chips eller
andre komponenter sammen med en chip i samlingen
af halvledere med stationar tilstand eller transient
strom/impulsstrom pa 0,1 A eller derover eller
blokerende spanding pa over 10 V eller en chip, hvis
kanter er storre end 0,3 mm x 0,3 mm.

Gelder for alle
kategorier (bortset fra
anvendelser, der er
omfattet af undtagelse
24 1 dette bilag) og
udlgber  den 31.
december 2027.

7.all

Bly i loddemateriale med hgjt smeltepunkt (dvs.
blylegeringer med 85 vagtprocent bly eller mere)

for integrerede (dvs. interne og eksterne) forbindelser
til pasetning af chips 1 elektriske og elektroniske
komponenter, hvis alle folgende betingelser er
opfyldt:

— varmeledningsevnen af det herdede/sintrede
materiale til pasatning af chips er > 35W/(m *K)

— den elektriske ledningsevne af det hardede/sintrede
materiale til pasatning af chips er > 4,7 MS/m

— solidus er hgjere end 260 °C

Galder for  alle
kategorier (bortset fra
anvendelser, der er
omfattet af undtagelse
24 1 dette bilag) og
udlgber den  31.
december 2027.

7.a.lll

Bly i loddemateriale med hejt smeltepunkt (dvs.
blylegeringer med 85 vagtprocent bly eller mere)

1 loddesamlinger pd forste niveau (interne eller
integrerede forbindelser, dvs. interne og eksterne) til
fremstilling af komponenter, séledes at efterfolgende
montering af  elektroniske  komponenter pa
underenheder (dvs. moduler, delkredslebskort,
substrater eller punkt-til-punkt-lodning) med et
sekundaert loddemateriale ikke blandes med
materialet fra lodning pa forste niveau. Dette
underpunkt omfatter ikke pdsatning af chips og

Gelder for alle
kategorier (bortset fra
anvendelser, der er
omfattet af undtagelse
24 1 dette bilag) og
udleber  den  31.
december 2027.
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hermetiske forseglingsmaterialer

7.aIV

Bly i1 loddemateriale med hgjt smeltepunkt (dvs.
blylegeringer med 85 vagtprocent bly eller mere)

1 loddesamlinger pa andet niveau til fastgerelse af
komponenter pa trykte kredslebskort eller leadframes

1. 1 loddekugler til fastgorelse af keramiske
kuglegitre (ball grid array (BGA))

2. 1 plastoverstobninger ved hej temperatur (>
220 °C)

Gelder for alle
kategorier (bortset fra
anvendelser, der er
omfattet af undtagelse
24 i dette bilag) og
udleber den  31.
december 2027.

7.a.V

Bly i1 loddemateriale med hgjt smeltepunkt (dvs.
blylegeringer med 85 vagtprocent bly eller mere)

som hermetisk forseglingsmateriale mellem:
1. et keramisk hus eller stik og et metalhus

2. komponenttermineringer og en  intern

delkomponent

Gelder for alle
kategorier (bortset fra
anvendelser, der er
omfattet af undtagelse
24 1 dette bilag) og
udlgber  den 31.
december 2027.

7.a.VI

Bly i loddemateriale med hejt smeltepunkt (dvs.
blylegeringer med 85 vagtprocent bly eller mere)

til etablering af elektriske forbindelser mellem
lygtekomponenter i infrarede lamper med indbygget
reflektor, hejtryksdamplamper eller ovnlamper

Gelder for alle
kategorier (bortset fra
anvendelser, der er
omfattet af undtagelse
24 1 dette bilag) og
udleber den  31.
december 2027.

7.a.VII

Bly i1 loddemateriale med hejt smeltepunkt (dvs.
blylegeringer med 85 vagtprocent bly eller mere)

for  lydtransducere, hvor den  maksimale

driftstemperatur overstiger 200 °C

Gelder for alle
kategorier (bortset fra
anvendelser, der er
omfattet af undtagelse
24 1 dette bilag) og
udlgber den  31.
december 2027."
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